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１．概要（Summary） 

炭素ターゲットとAuまたは Cuタブレットの同心円複合

ターゲット（CCT）を用い、ダイヤモンドライクカーボン

（DLC）と Au のナノコンポジット薄膜（Au-DLC）および

DLC と Cu のナノコンポジット膜（Cu-DLC）をスパッタ装

置にて成膜し、成膜条件膜と膜構造および成膜基板への

密着性の関係を調べた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

3元 RFスパッタ装置、触針式表面形状測定装置 

【実験方法】 

CCT は 50 mmのカーボンターゲットの中心に、直径

20 mmから 5 mmの金または銅のいずれかのタブレット

を同心円状に配置し、RF スパッタリングによって

Au-DLC 膜と Cu-DLC 膜を作製し、触針式表面形状測

定装置で膜厚を測定した。Au-DLCはSi（100）基板上に

成膜した後、透過電子顕微鏡（TEM）により微細構造を

観察した。また、Cu-DLCは SUS304基板上への密着性

向上効果を調べるため、基板表面への RF スパッタリング

による中間層付与やショットブラストまたは研削による表面

粗さ付与を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

TEM 観察の結果、Au-DLC の断面ナノ構造はこれま

で報告した Ag-DLC および Cu-DLC と同様の粒状組

織であり、その電子回折像には Au 微結晶由来の回折リ

ングが認められることから、Ag-DLC・Cu-DLC と同様に

非晶質炭素中に Au ナノ結晶が分散した構造であること

が確認できた。また、同一タブレット径の CCTで成膜する

Au-DLC と Cu-DLC は、成膜速度と膜中金属濃度がほ

ぼ同程度であったが、この理由は Au と Cuがほぼ等しい

スパッタ収率と飽和蒸気圧であることに由来すると考えら

れる。一方、SUS304基板上へCu-DLCを成膜する場合、

Cr中間層の付与またはショットブラスト・研削による表面粗

さの付与によって良好な密着性が得られるが、ショットブラ

スト基板では表面粗さ谷部に固着した汚染物の除去が不

十分であると部分剥離を生じることがわかった。 

 

 

 

 

 

a) cross section image   b) diffraction ring from Au 

Fig. 1 TEM observation of Au-DLC 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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